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(57) Abstract: The invention concerns an optical semiconductor housing (10) and a method for making such an optical housing, 
wherein an electrical connection support plate has a through passage (37), a semiconductor component (34) whereof one front face 
(33) comprises an optical sensor and is fixed on a rear face of said plate such that its optical sensor is located opposite said through 
passage, electrical connection means (38) connect said optical component to said support plate, means (39) encapsulate said com- 
ponent on the rear face of said support plate, a cover (50) at least partly transparent is fixed on a front face of said support plate and 
covers said through passage, and external electrical connection means (51) are arranged on an exposed part of said support plate. In 
addition, another semiconductor component (41) can be fixed on the rear face of said support plate and electrically connected (43) 
thereto, said component being likewise encapsulated (49). 

[Suite sur la page suivante] 
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En ce qui concerne les codes a deux lettres et auires abrevia- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
akreviations" figurant au debut de r cheque numero ordinaire de 
la Gazette du PCX ; 



(57) Abrege: Boitier semi-conducteur optique ( 10) et proceed de fabrication d'un boitier semi-conducteur optique, dans lesquels une 
plaque suport de connexion electrique prdsente un passage traversant (37), un compos ant semi-conducteur (34) dont une face avant 
(33) comprend un capteur optique et est fixee sur une face arriere de ladite plaque de telle sorte que son caqpteur optique soit situ6 
en face dudit passage traversant, des moyens de connexion electrique (38) retie ledit composant optique a ladite plaque support, des 
moyens (39) encapsulent ledit composant sur la face arriere de ladite plaque support, un couvercle (50) au moins en partie transparent 
est fixe sur une face avant de ladite plaque support et recouvre ledit passage traversant, et des moyens de connexion electrique 
exterieure (51) sont disposes sur une partie decouverte de ladite plaque support. En outer, un autre composant semi-conducteur 
(41) pem etre fixe' sur ia face arriere de ladite plaque support et reli£ electriqueraent (43) a cette derniere, ce composant e*tant aussi 
encapsule* (49). 
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Boitier semi-conducteur optique 
et procede de fabrication d'un tel boitier 
La presente invention concerne un proc6de de fabrication 
d'un tel boitier semi-conducteur optique et un boitier semi-conducteur 
optique. 

Le but de la presente invention est de proposer une structure 
de boitier semi-conducteur optique comprenant plusieurs composants 
semi-conducteurs et tin procede de fabrication d'un tel boitier de telle 
sorte que ce boitier presente un encombrement reduit et soit 
susceptible d'etre utilise imm6diatement pour de preference d€livrer 
des donnSes d'images a partir des donnees d'un composant semi- 
conducteur a capteur optique, 

Selon un objet de la presente invention, le boitier semi- 
conducteur optique comprend une plaque support de connexion 
electrique qui presente un passage traversant, un composant semi- 
conducteur dont une face avant comprend un capteur optique et qui est 
fixee sur une face arriere de ladite plaque de telle sorte que son 
capteur optique soit sitae en face dudit passage traversant, des moyens 
de connexion electrique dudit composant optique h ladite plaque 
support, des moyens d'encapsulage dudit composant sur la face arriere 
de ladite plaque support, un couvercle au moins en partie transparent 
fixe sur une face avant de ladite plaque support et recouvrant ledit 
passage traversant, et des moyens de connexion electrique exterieure 
disposes sur une partie decouverte de ladite plaque support. 

Selon une execution preferee de Tinvention, ledit composant 
est fixe et connect^ 61ectriquement a ladite plaque support par des 
billes de connexion disposees entre la face avant dudit composant et la 
face arriere de ladite plaque support et lesdits moyens d'encapsulage 
comprennent un materiau d'enrobage enveloppant lesdits billes et 
s'6tendant entre la face avant dudit composant et la face arrifere de 
ladite plaque support. 

Selon la presente invention, le boitier pent avantageusement 
comprendre un second composant semi-conducteur, tel qu'un 
microprocesseur, dont une face avant est fixee & une face arriere dudit 
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1 composant optique, des moyens de connexion electrique de ce second 

composant a ladite plaque support et des moyens d'encapsulage desdits 
composants empiles sur la face arriere de ladite plaque support. 

Selon Tinvention, lesdits moyens de connexion electrique de 
5 ce second composant a ladite plaque support cpmprennent de 

preference des fils electriques. ... 

Selon Tinvention, lesdits moyens d'encapsulage comprennent 
de preference un materiau d'enrobage desdits composants^ 

. Selon Tinvention, lesdits moyens de connexion electrique 
10 exterieure comprennent de preference des zones metalliques realisees 

, en surface sur ladite plaque support. 

Selon Tinvention, lesdits moyens de connexion electrique 
exterieure comprennent de preference des billes de connexion placees 
sur lesdits zones metalliques. 
15 Selon Tinvention, lesdits moyens de connexion electrique 

exterieure comprennent de preference des colonnes de connexion. 

Selon Tinvention, le bord peripherique dudit couvercle est de 
preference engage dans un evidement annulaire entourant ledit passage 
traversant. 

20 Selon un autre objet de la presente invention, le procede de 

fabrication d'un boitier semi-conducteur optique consiste a realiser un 
passage traversant au travers d'une plaque support de connexion 
electrique comprenant des moyens de connexion electrique exterieure, 
a fixer une face avant d'un composant semi-conducteur sur une face 
25 arriere de ladite plaque support, ce composant comprenant sur sa face 

avant un capteur optique, de telle sorte que son capteur optique soit 
situe en face dudit passage traversant, et a relier electriquement ledit 
composant optique a ladite plaque support, a encapsuler ledit 
composant sur la face arriere de ladite plaque support, et a fixer un 
30 couvercle au moins en partie transparent sur une face avant de ladite 

plaque support de telle sorte que ce couvercle recouvre ledit passage 
traversant. 

Selon la presente invention, le procede peut en outre 
consister a fixer un second composant sur la face arriere dudit 
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1 composant optique, a relier eiectriquement ledit second composant a 

ladite plaque support et a encapsuler ledit second composant sur la 

face arriere de ladite plaque support; 

La presente invention sera mietix comprise a 1'etude d'un 
5 boitier semi-conducteur optique et de son procede de fabrication, 

decrits a titre d'exernples non limitatifs et illustres par le dessin sur 

lequel : 

- la figure 1 represente une premiere etape de fabrication 
d'un boitier selon la presente invention, en vue de cote ; 

10 - la figure 2 represente une seconde etape de fabrication 

dudit boitier ; 

- la figure 3 represente une troisieme etape de fabrication 
dudit boitier ; 

- la figure 4 represente une vue de face dudit boitier ; 

15 - la figure 5 represente une quatrieme etape de fabrication 

d'une autre variante d'execution dudit boitier ; 

- la figure 6 represente une quatrieme etape de fabrication 
d'une autre variante d'execution dudit boitier ; 

- la figure 7 represente une quatrieme £tape de fabrication 
20 d'une autre variante d'execution dudit boitier ; 

- la figure 8 represente une troisieme etape de fabrication 
d'une autre variante d'execution dudit boitier ; 

- la figure 9 represente une quatrieme etape de fabrication du 
boitier de la figure 8 ; 

25 - et la figure 10 represente une cinquieme etape de 

fabrication du boitier de la figure 8. 

En reference aux figures 1 a 4, on va tout d'abord decrire les 
differentes etapes de fabrication d'un boitier semi-conducteur optique 
repere d'une maniere generale par la reference 1 et represente termine 
30 sur les figures 3 et 4. ^ 

En se reportant a la figure 1, on voit qu'on dispose, de fagon 
prefabriquee, d'un substrat 2 constitue par une plaque support qui 
presente des lignes internes et/ou externes constituant un reseau 3 de 
connexions electriques et d'un composant semi-conducteur 4 qui 
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presente, dans la partie centrale de sa face avant,. un capteur optique 6. 

La plaque support 2 presente un passage traversant 7 et un 
evidement ou lamage annulaire 8 realise autour du passage traversant 7 
et dans sa face avant 9. 

Dans une premiere etape de fabrication, on fixe et on 
connecte electriquement la face avant 5 du composant optique 4 a la 
face arriere 10 de la plaque support 2 par l'intermediaire d'une 
multiplicity de billes metalliques 11 reparties qui sont interposees 
entre d'une part des plots metalliques de connexion electrique 12 
realises en surface sur la face avant 5 du composant optique 4, entre sa 
partie centrale 6 et son bord peripherique et d'autre part des plots 
metalliques de connexion 13 realises en surface sur la face arriere 10 
de la plaque support 2, a Texterieur de son passage traversant 7, le 
composant optique 4 etant dispose de telle sorte que son capteur 
optique 6 soit place en face du passage traversant 7 de la plaque 
support 2. 

Dans une seconde etape de fabrication representee sur la 
figure 2, on encapsule le composant 4 sur la face arriere 10 de la 
plaque support 2 en remplissant Tespace annulaire separant la face 
avant 5 du composant optique 4 et la face arriere 10 de la plaque 
support 2 d'un materiau d'enrobage et d'etancheite 14 dans lequel se 
trouvent noyees les billes de connexion 11. 

Dans une troisieme etape de fabrication representee sur la 
figure 3, on installe un couvercle avant plat 15 en un materiau 
transparent dans le passage traversant 7 de la plaque support 2 de telle 
sorte que son bord periperipherique soit engage dans son evidement 
annulaire 8, le bord peripherique de ce couvercle 15 etant fixe dans cet 
evidement 8 par Tintermediaire d'une couche de colle. 

La plaque support 2 est prealablement munie sur son champ 
peripherique de zones m6talliques en surface 16 reliees a son reseau de 
connexion electrique 3, ces zones metalliques 16 constituant des 
moyens de connexion electrique exterieure du composant optique 4 au 
travers de la plaque support 2. 

On obtient ainsi, comme le montrent les figures 3 et 4, un 
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1 boitier semi-condiicteur optique 1 etanche, equipe d'un composant 

semi-conducteur optique 4 susceptible d'etre oonnecte a un circuit 
exterieur grace aux zones metalliques 16. 

En se reportant a la figure 5, on voit qu T on a represente un 

5 boitier 17 qui se differencie du boitier 1 de la figure 3 uniquement par 

le fait que sa plaque support 18 presente sur sa face avant 19, autour 
de son cduvercle avant 20, des zones metalliques de connexion 
electrique 21 reliees a son reseau de connexion electrique 22 de son 
composant optique 23, sur lesquelles on depose, dans une quatrieme 

10 etape de fabrication, des billes metalliques 24 de connexion electrique 
exterieure. 

En se reportant a la figure 6, on voit que le boitier 25 
represente constitue une variante d'execution du boitier 17 de la figure 
5, qui s'en differencie par le fait que ses billes metalliques 26 de 
15 connexion electrique exterieure sont placees sur des plots metalliques 

27 de sa plaque support 28, qui sont prevues sur la face arriere 29 de 
cette derniere, autour et a distance de son composant optique 23. 

En se reportant a la figure 7, on voit que le boitier 30 
represente se differencie du boitier 25 de la figure 6 uniquement par le 
20 fait que les billes metalliques 26 sont remplacees par des colonnes 31 
de connexion electrique exterieure qui sont reliees electriquement aux 
plots metalliques 27. 

En se reportant aux figures 8 a 10, on va maintenant d£crire 
les differentes etapes de fabrication d'un autre boitier semi-conducteur 
25 optique reper£ d'une maniere generale par la reference 32 et represente 
termine sur la figure 10. 

Dans une premiere etape de fabrication identique a celle 
exposee precedemment en reference a la figure 1, on fixe et on 
connecte electriquement la face avant 33 d'un composant optique 34 
30 sur la face arriere 35 d'une plaque support 36 presentant un passage 
central 37 par l'intermediaire de billes de connexion 38. 

Puis, dans une seconde etape de fabrication identique a celle 
exposee precedemment en reference a la figure 2, on remplit l'espace 
annulaire contenant les billes 38 par un materiau d'enrobage 39. 
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1 Dans une troisieme 6tape de fabrication representee sur la 

figure 8, on fixe sur la face arriere 40 du composant optique 34 un 
cbmposant semi-conducteur 41, tel qu'un microprocesseur ou 
coprocesseur, par Tintermediaire d'une couche de colle ou de tout autre 

5 moyen. 

Puis, on relie electriquement le composant 41 au reseau de 
connexions electriques 42 de la plaque support 36 en fixant Tune des 
extremites de fils de connexion electrique 43 a des plots metalliques 
44 formes en surface sur la face arriere 45 du composant 41 et en 

10 fixant i'autre extremite des fils de connexion electrique 43 a des plots 

metalliques 46 du reseau 42, formes en surface sur la face arriere 35 de 
la plaque support 36. 

Dans une troisieme etape de fabrication representee sur la 
figure 9, on installe Tensemble tel que monte de la figure 8 dans un 

15 mode 47 qui presente une cavite 48 enveloppant a distance les 

composants 34 et 41 et les fils de connexion electrique 43. 

Ensuite, on injecte un materiau d'enrobage dans la cavite 48 
de maniere a const ituer un bloc 49 en arriere de la face arriere 35 de la 
plaque support 36 dans lequel se trouvent noyes les composants 34 et 

20 41 et les fils de connexion electrique 43. Puis, on procede au 

demoulage. 

Dans une quatrieme etape de fabrication representee sur la 
figure 10, on installe un couvercle 50 dans le passage 37 comme decrit 
precedemment en reference a la figure 3. 
25 La: plaque support 36 du boitier 32 est munie, comme celle 

de la figure 3, de zones metalliques 51 de connexion electrique 
exterieure. 

On obtient ainsi, comme le montre la figure 10, un boitier 
semi-conducteur optique 32 complet, equipe d f un composant semi- 
30 conducteur optique 19 et d'un coprocesseur, relies electriquement de 

fa$on adaptee par rinterm6diaire du reseau de connexion electrique 42 
de la plaque support 1 et susceptibles d'etre connectes a un circuit 
exterieur grace aux zones metalliques 51. 

Bien entendu, les zones metalliques de connexion exterieure 
35 51 pourraient etre remplac£es par des billes metalliques ou des 
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1 eolonnes de connexion electrique exterieure comme proposees en 

reference aux figures 5 a 7. 

La presente invention ne se limite pas aux exemples ci- 
: dessus decrits. Bi en d'autres vari antes sont possibles sans sortir du 
5 cadre defini par les revendications annexees. 
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1 REVENDICA TIONS 

1. Boitier semi-conducteur optique, caracterise par le fait 
qu'il comprend : .... 

- une plaque support (2) de connexion electrique qui 
5 presente un passage traversant (7), 

- un composant semi-conducteur (4) doht une face avant (5) 
comprend un capteur optique (6) et qui est fixee sur une face arriere 
(10) de ladite plaque de telle sorte que son capteur optique soit situe en 
face dudit passage traversant, 

10 - des moyens de connexion electrique (11) dudit composant 

optique a ladite plaque support, 

- des moyens d'encapsulage (14) dudit composant stir la 
face arriere de ladite plaque support, 

- un couvercle (15) au moins en partie transparent fixe sur 
15 une face avant de ladite plaque support et recouvrant ledit passage 

traversant, 

- et des moyens de connexion electrique exterieure (16) 
disposes sur une partie decouverte de ladite plaque support. 

2. Boitier selon la revendication 1, caracterise par le fait 
20 que ledit composant optique (4) est fixe et connecte 61ectriquement a 

ladite plaque support par des billes de connexion (11) disposees entre la 
face avant dudit composant et la face arriere de ladite plaque support et 
que lesdits moyens d'encapsulage comprennent un materiau d'enrobage 
(14) enveloppant lesdits billes et s'etendant entre la face avant dudit 
25 composant et la face arriere de ladite plaque support. 

3. Boitier selon Tune des revendications 1 et 2, caracterise 
par le fait qu'il comprend un second composant semi-conducteur (41), 
tel qu'un microprocesseur, dont une face avant est fix6e a une face 
arriere dudit composant optique (34), des moyens de connexion 

30 electrique (43) de ce second composant a ladite plaque support et des 
moyens d'encapsulage (49) desdits composants empiles sur la face 
arriere de ladite plaque support. 

4. Boitier selon la revendication 3, caracterise par le fait 
que lesdits moyens de connexion electrique de ce second composant a 

35 
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ladite plaque support comprennent des fils electfiques (43). 

5. Boitier selon la revendication 3, caracterise par le fait 
que lesdits moyens d'encapsulage comprennent un materiau d'enrobage 
(49) desdits cdmposants^ 

6. Boitier selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise par le fait que lesdits moyens de connexion 
Electrique exterieure comprennent des zones metalliques (16) realisees 
en surface sur ladite plaque support. 

7. Boitier selon la revendication 6, caracterise par le fait 
que lesdits moyens de connexion electrique exterieure comprennent des 
billes de connexion (26) placees sur lesdits zones metalliques. 

8. Bolder selon la revendication 6, caracterise par le fait 
que lesdits moyens de connexion electrique exterieure comprennent des 
colonnes de connexion (31). 

9. Boitier selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracteris6 par le fait que le bord peripherique dudit 
couvercle (20) est engage dans un evidement annulaire (8) entourant 
ledit passage traversant (7). 

10. Procede de fabrication d'un boitier semi-conducteur 
optique, caracterise par le fait qu'il consiste : 

- a realiser un passage traversant (7) au travers d'une plaque 
support (2) de connexion 61ectrique comprenant des moyens de 
connexion electrique exterieure (16), 

- a fixer une face avant d'un composant semi-conducteur (4) 
sur une face arxiere de ladite plaque support, ce composant comprenant 
sur sa face avant un capteur optique (6), de telle sorte que son capteur 
optique soit situe en face dudit passage traversant, et a relier 
electriquement ledit composant optique a ladite plaque support, 

- a encapsuler ledit composant optique sur la face arriere de 
ladite plaque support, 

- et h fixer un couvercle (20) au moins en partie transparent 
sur une face avant de ladite plaque support (2) de telle sorte que ce 
couvercle recouvre ledit passage traversant (7). 
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1 11. Proced6 selon la revendication 10, caracterise par le fait 

qu'il consiste a fixer un second composant (41) sur la face arriere dudit 
composant optique, a relier electriquement ledit second composant a 
ladite plaque support et a encapsuler ledit second composant sur la face 

5 arriere de ladite plaque support dans un materiau d'enrobage (49). 
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